Montagem Eletronica



“PACKAGING”

O proposito do “Packaging” em Eletronica é

— Fornecer suporte mecanico,
— Inter-conexao elétrica,
— Gerenciamento de calor

— Protecao aos Circuitos em relacao a fontes de interferéncia mecanicas e
ambientais.



EMCAPSULAMENTO ELETRONICO
(PACKAG ING)

Define-se como a Tecnologia de Interconexao de
Componentes Eletronicos. Esta tecnologia permite
definir e controlar o ambiente operacional dos arranjos
com o objetivo de cumprir especificacoes em termos
de:

Desempenho
Confiabilidade
Velocidade
Tamanho
Custo

Outros

OYSCUESs 2COR NI LS



HIERARQUIA DO ENCAPSULAMENTO ELETRONICO

* Nivel 0
— “Dies” (Circuitos integrados)
e Nivel 1
— A nivel de “CHIP”
* Nivel 2
— A nivel de Circuito impresso
* Nivel 3
— A nivel de arranjo de C. Impresso
* Nivel 4
— A nivel de Sistema



HIERARQUIA NO ENCAPSULAMENTO ELETRONICO

First-Lieral Pac«age
(Budlizhiz Msdule )

I, Second-Lowel Package
(PR

Third:Lavr! Packags
(hdatnarboard or Dackland

>




HIERARQUIA PARA “PACKAGING™

* Prop0e-se uma hierarquia para sistemas assim:

 Nivel do “Componente”
— Envolve passivacédo, isolacdo, colagem e interconexao elétrica “Wire
Bonding” dos diversos sensores e atuadores do sistema
 Nivel do Dispositivo
— Envolve fornecimento de energia , transducao de sinais (entrada/ saida) e
Interconexdes elétricas e colagem dos diversos componentes
* Nivel do Sistema
— Envolve quatro tarefas importantes de engenharia:
 Projeto do circuito
 Fabricacao do circuito
* Montagem do sistema
* Inspecéo e Testes do sistema



ENCAPSULAMENTOS TIPICOS
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ENCAPSULAMENTO A NIVEL DE CHIP




TECNICAS DE ENCAPSULAMENTO 2D (PLASTICOS
+
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Fig. 7 Assembly sequence for plastic postmolded dual-in-line package. The lead frame senies as the chip carrier
after die bond and wire bord.
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TECNICAS DE ENCAPSULAMENTO 2D (Ceramicos)
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Fig. & Assembly sequence for ceramic dual-infine packages. Base and top components come akready glaze
coaled with glass for lead frame sink and seal.



DES20 " “PARAR 3B

 VVantagens do encapsulamento 3D
—Area e peso do encapsulamento
— Interconexoes em 3D
—Menores retardo e maior largura de banda
—Menor ruido e consumo de poténcia
—Maior acessabilidade para interconexoes verticais

2D dhip pac kaging 2D chip packaging

2D interconnect ic 3D interconnect 10 : Ip packaging

2D inerconnection 3D inte rconnect ion 3D chip packaging
# ---F




TECNICAS DE ENCAPSULAMENTO 3D




NOVO CONCEITO: MICRO-SISTEMAS MODULARES

MEMS Application Kit MEMS Manufacturer Set

MEMS Modules, Plugs, Housings |
|

Stackable MEMS Module

Modular
Smart

System




APLICACOES DO CONCEITO MODULAR
(SMART PRESSURE CONTROL SYSTEM)
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Figure 20: Modularized Smart Pressure Control System




HIERARQUIA DO ENCAPSULAMENTO ELETRONICO

* Nivel 0
— “Dies” (Circuitos integrados)
e Nivel 1
— A nivel de “CHIP”
* Nivel 2
— A nivel de Circuito impresso
* Nivel 3
— A nivel de arranjo de circuito impresso
* Nivel 4
— A nivel de Sistema



Mini-curso de Fabricacao de
Placas de Circuito Impresso




Do projeto ao circuito impresso
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Placa padrao ou universal







Por que fazer uma placa de
circuito impresso?

- Minimizar a presenca de ruido

- Eliminar maus-contatos oriundos da montagem
em protoboard

- Dar reprodutibilidade ao circuito

- Carater mais “profissional” do circuito final



Criando uma placa de circuito impresso

Como fazer o circuito?

(. . : )
Desenhar as trilhas e footprints dos componentes sobre

um substrato de forma organizada, tentando minimizar
as distancias e o uso de jumpers.
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Desenhando a PCl: possibilidades

» Desenho feito a mao (forma
mais simples e que dificulta a
reprodutibilidade)

- s

- Uso de softwares de auxilio ao
projeto de PCIs (Eagle, OrCAD,
Tango, Circuit Maker...)







Desenhando o layout (1)

- Criar trilhas de alimentacao,
de terra e de clock.

- Fazer as trilhas de alimentacao
com largura maior.

- Evitar trilhas muito longas.

¥

- Preferir mudancas de direcao
de 45° nas trilhas.




Desenhando o layout (2)

- Evitar que trilhas de sinais criticos
(clock e altas frequiéncias) fiquem
paralelas por muito tempo.

- Evitar ligacoes diretas entre as
entradas de alimentacao de ClIs.

» Usar silk-screen.




Criando trilhas de cobre




) Lixar a placa para
melhorar a fixacao do
transfer no cobre



Impressao do layout no transfer (2)




Impressao do layout no transfer (3)

m) Conferir se todas as trilhas sdo continuas

m) Completar trilhas descontinuas com a caneta



Corrosao do cobre

m) CUIDADO!!! COLOCAR O PERCLORETO
DE FERRO ANIDRO NA AGUA, E NAO O
INVERSO!



Remocao do transfer e finalizacao

) Ao furar a placa,
cuidado para nao
danificar as ilhas!




Dicas finais (1)

- Ao colocar o transfer sobre o
substrato, centralizar o layout na
placa, deixando espaco até as bordas

- Fazer trilhas a mais, para o caso de
precisar alterar o circuito

» Colocar um LED indicando que a
placa esta energizada




Dicas finais (2)

- Colocar pontos de acesso para
medir com o osciloscopio

- Usar soquetes para os CIs




Informacoes uteis (1)

- Para fazer o download do Eagle:
> http://www.cadsoft.de/download.htm

- Tutoriais do Eagle:
» Tutorial do Eagle, junto ao proprio programa
o http://www.eletrica.ufpr.br/mehl/pci/apostilagce.pdf
o http://www.py2ph.qrp-br.com/arquivos_ diversos/tutorialpara-
gerar_ PCI_reduzido.pdf



Informacoes uteis (2) @

m) Para fazer compras de materiais: entorno da
Santa Ifigenia

m) A Rua dos Timbiras é uma boa opgio para
comprar placas de fenolite, brocas de 0.8 mm e
componentes diversos

®)Brocas também podem ser compradas na
Odonto



Exemplo com o Eagle

<. 2 Board - C:Programs"Eagle’projects’.example:
File Edit Draw ¥iew Toals Library Options Window Help
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Modelo esquematico

GND
VIN+

X X

Filtro passa-baixa anal6gico de primeira ordem



Layout feito com o Eagle
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